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Klebstoff-Filme und -Preforms

" Allgemeines

Filme und Preforms basieren iberwiegend
auf Epoxidharzen, konnen aber auch Silikon,
Polyurethan, Epoxid-Urethan, Polyester oder
Polyimidbasiert sein.

Der Anteil an Film und Preform-Produkten in
den unterschiedlichsten Fertigungsumgebungen
steigt stetig an.

Optimale Reproduzierbarkeit, Zuverlassigkeit,
sowie die einfache und flexible Handhabung
der Filme und Preforms steigern die Effizienz

und Prozesssicherheit in der Produktion.

Klebstoff-Filme und -Preforms finden weite Ver-
breitung in der Elektronik, Elektrotechnik,
Telekommunikation, Medizintechnik, Luft-

und Raumfahrt, Solartechnik, Sensorik und

im Automotive-Bereich.

Man unterscheidet zwei Arten von Klebstoff-
Filmen und -Preforms:
Gestiitzte und ungestiitzte Systeme.

Herstellung und Aufbau
von Filmen und Preforms

Filme und Preforms bestehen aus den gleichen
Komponenten wie flussige oder pastose Kleb-
stoffe: aus einer Klebstoffmatrix, einem Fllstoff
(z. B. Aluminiumoxid) und bei gestiitzten Systemen
einem zusatzlich eingearbeiteten Gewebe

(z. B. Glasgewebe).

Zur Herstellung des Klebstoff-Films wird ein Zwei-
Komponenten-Klebstoff in Lésungsmittel geldst,
mit Fullstoff versetzt und mittels Siebdruck auf
eine Tragerfolie aus Kunststoff aufgebracht.
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Danach wird das Loésungsmittel ausgetrieben
(B-stage-Verfahren) und der beriihrungstrockene
Film mit einer Abdeckfolie — dem sogenannten
Release Liner — wie bei einer Sandwich-Verpackung
abgedeckt.

Abdeckfolien (Release Liner) sind als Kunststoff-
oder Papier-Folien verfligbar.

Unsere Filme und Preforms werden im Reinraum
hergestellt und unterliegen einer strikten
Prozess- und Qualitatskontrolle (ISO 9002).

Eigenschaften

Abhéangig vom verwendeten Basis-Klebstoff
konnen die Klebstoff-Filme und -Preforms
duromere, elastomere oder thermoplastische
Eigenschaften haben.

Erhaltlich sind elektrisch leitende und isolierende,
sowie thermisch leitende und isolierende Filme
und Preforms. Es gibt gefiillte (durchschnittliche
PartikelgroRen von 25 — 30 um) und ungefiillte
Klebstoffsysteme.

Allen Klebstoff-Filmen und -Preforms ist gemein-
sam, dass sie unter Temperatur und Druck in eine
Schmelz- bzw. Flussigphase Gbergehen, wodurch
die notwendige Benetzung der Oberflachen

— als Voraussetzung der Adhdsion — erzielt wird.



Gestiitzte und ungestiitzte
Filme und Preforms

Gestiitzte Filme und Preforms haben ein in
dieKlebstoffschicht eingearbeitetes Verstarkungs-
gewebe. Typischerweise wird hierfir Glasgewebe,
Kohlefaser, PET oder Kapton® verwendet.

Diese Gewebe haben eine Dicke von 50 — 75 um.

Fir elektrisch leitende Filme und Preforms
werden auch Gitternetze aus Aluminium, Silber,
Titan, Nickel, Messing und Kupfer als Unter-
stiitzungsgewebe verwendet.

Gestlitzte Filme und Preforms werden in Dicken
von 75 — 200 ym angeboten.

Ein grofer Vorteil der gestlitzten Systeme ist, dass
man die Eigenschaften des Verstarkungsgewebes
in die des Klebstoffes mit einbringen kann, z. B.
werden fiir Hochspannungsanwendungen elek-
trisch isolierende Klebstoff-Filme mit integriertem,
hoch isolierendem Kapton®-Gewebe verwendet.

Ungestiitzte Filme und Preforms sind in Dicken
von 25 — 250 um als Blattware bis 30 x 30 cm
oder als Meterware auf Rolle erhéltlich. Sie sind
kostengiinstig herzustellen, allerdings ist ihr
Handling auch etwas schwieriger. Ungestiitzte
Filme werden idealerweise im Transfer-Verfahren
aufgebracht (siehe , Verarbeitung” S. 6).

Preforms

Preforms werden kundenspezifisch nach tech-
nischer Zeichnung gefertigt. Sie werden aus
einem Klebstoff-Film ausgestanzt oder direkt
per Siebdruck mit entsprechender Geometrie
auf die Tragerfolie gedruckt. GrolRe Preforms
(z. B. fir Leiterplatten) werden grundsatzlich
gestanzt (,,Baukastensystem”).

Gestlitzte Preforms sind sehr stabil und lassen sich
sehr einfach handisch oder maschinell verarbeiten.

Haufig werden Glaskiigelchen mit definierten
Durchmessern in die Klebstoffmatrix eingertihrt,
um moglichst kleine Toleranzen in der Schicht-
dicke zu erreichen.

Toleranzen fiir Preforms < 75 ym Dicke:
+ 130 pm in X/Y-Richtung
+ 12,7 ym in Z-Richtung

Toleranzen fiir Preforms > 75 pm Dicke:
+ 230 pm in X/Y-Richtung
+ 18 ym in Z-Richtung
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Das Siebdruckverfahren
ermdglicht die Herstellung
sehr komplexer Preforms:

ABC-Preforms

(Area Bonding Conductive)
besitzen elektrische Durch-
kontaktierungen auf einem
ansonsten dielektrischen
Preform. Diese ABC-Preforms
werden beispielsweise fiir
die Montage von BGA's und
PBGA’s, sowie fir flexible
Schaltungen verwendet. ABC-
Preforms sind sehr stabil bei
grofRen Temperaturwechsel-Belastungen, Vibra-
tion und harten Umwelteinflissen.

Einschrankungen sind nur in den Dimensionen
der elektrischen Durchkontaktierungen zu machen.
Der Pitch der Kontaktierung muss mindestens
0,5 mm, die Breite mindestens 127 ym sein.
Die Dicke ist auf maximal 75 um beschrankt.
Komposit-Preforms ermég-

lichen, ahnlich wie die ABC-

Preforms, die Kombination

von elektrisch leitenden und

dielektrischen Zonen auf ein

und demselben Preform.

Lagerung und Versand

Die Lagerung der Filme und Preforms erfolgt,
abhangig vom verwendeten Klebstofftyp,

bei Raumtemperatur, im Kiihschrank, oder
fur Lagerzeiten bis zu einem Jahr, in einer
Gefriertruhe bei —10 °C bis —40 °C.

Typische Lagerzeiten:
+25°C: 3 Tage bis 1 Monat
+10 °C: bis zu 2 Monate
0°C:
-10°C:
-40 °C:

bis zu 6 Monate
bis zu 1 Jahr
1 Jahr

Der Versand erfolgt in einer Styroporkiste mit
Kuhlakku bei + 10 °C.

Bei sehr reaktiven Klebstoffen erfolgt der
Versand in Trockeneis bei — 79 °C. Hierbei
wird die Einhaltung der Temperatur wahrend
des Transports durch einen beiliegenden Kalte-
indikator gesichert.



Klebstoff-Ubersicht

Elektrisch leitende Filme

Bezeichnung Bolger C-14F Bolger C-14-2F E806-01F E1311-02F E2213F E2511F E2313F E2811
Lagerfahigkeit
+23°C 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Woche 5 Tage 1 Monat 1 Monat 3 Monate
+10°C 6 Monate 6 Monate 1 Monat 2 Monate 2 Monate
0°C 6 Monate
-10°C 6 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 1 Jahr
-40 °C > 1 Jahr > 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr TJahr 1 Jahr
Aushartung 170°C/10Min. |170°C/10Min. |160°C/30Min. |160°C/20Min. |160°C/30Min. |150°C/60 Min. |180°C/60 Min. |180°C/5 Min.
Alternativ 160 °C /30 Min. | 160 °C /30 Min. | 150 °C /45 Min. | 150 °C /25 Min. | 150 °C / 60 Min. | 140 °C / 90 Min. 160 °C /15 Min. | 160 °C / 10 Min.
155 °C / 60 Min. 155 °C / 60 Min. 130 °C /150 Min. | 130 °C / 90 Min. 130 °C /160 Min. 150 °C / 15 Min. | + 200 °C/ 20 Min. | 150 °C / 20 Min.
100 °C / 240 Min. +180°C/ 15 Min. 120 °C/ 60 Min.
Farbe silber silber silber silber silber silber silber silbergrau
Dichte [g/cm’®] N/A N/A N/A 3,6 3,6 3,6 3,6 N/A
Volumenwiderstand ,4 . 7 3 2 2 = -3
bei 25 °C, [Q - cm] 1x10 1x10 2x10 5x10 2x10 2x10 2x10 6x10
Zugscherfestigkeit
auf Al /25 °C, [psi] N/A N/A 2200 2000 2300 > 2000 1500 1450
Wirmeleitfahigkeit
[W/m - K] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,2
Glasiibergang (TG)[°C]| 150 - 155 150 - 155 140 105 108 >130 > 190 74
Alpha 1(<TG)-10¢/°C | N/A N/A 60 45 58 N/A 55 N/A
Alpha 2(>TG)-10¢/°C | N/A N/A N/A N/A 360 N/A 340 N/A
Beschreibung / Elektrisch leitend. | Wie C-14F, Elektrisch leitend. | Elektrisch leitend. | Elektrisch leitend. | Elektrisch leitend. | Elektrisch leitend. | Elektrisch
Typische Sehr gute Warme- | nur optimiert Sehr gute Sehr gute Sehr gute Sehr gute Sehr gute leitender,
Anwendungen u. Chemikalien- far hermetische Warme-, Feuchte- | Wéarme-, Feuchte- | Wéarme-, Feuchte- | Wéarme-, Feuchte- | Wéarme-, Feuchte- | thermoplas-
bestandigkeit. Deckelverklebung. | u. Chemikalien- u. Chemikalien- u. Chemikalien- u. Chemikalien- u. Chemikalien- tischer Film.
Gute Haftung auf | Mil883 u. NASA- | bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. Fiir Anwen-
flexiblen Polyimiden,| Ausgastest. Strukturkleben. Strukturkleben. Speziell fiir vergol- | Speziell fir vergol- | Fir hohere dungen in der
FR4, Cu, Al, LTCC Dauerbetriebs- Dauerbetriebs- dete Oberflachen. | dete Oberflachen. | Temperaturen. Elektronik.
etc. temp. 155 °C. temp. 155 °C. EMI/RF grounding. | EMI/RF grounding. | Haftet auf den Deckelver-
Fir ABC-Preforms. meisten Substraten. | siegelung.
Hoher TG.
(3 ] (3
Thermisch leitende Filme
Bezeichnung Bolger D-18-1F T806-51F T806-52F T2021F T2222F T2232F T2321F T2521F
Lagerfahigkeit
+23°C 1 Monat 1 Monat 1 Woche 1 Monat 1 Woche 2 Wochen 1 Monat 1 Monat
+10°C 3 Monate 1 Monat 2 Monate 1 Monat 2 Monate 2 Monate 2 Monate
0°C
-10°C 6 Monate 6 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate
—-40 °C >1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr
Aushértung 170 °C /10 Min. 160 °C / 30 Min. 160 °C / 15 Min. 170 °C/ 15 Min. 160 °C / 30 Min. 160 °C / 20 Min. 180 °C / 60 Min. 150 °C / 60 Min.
Alternativ 160 °C / 30 Min. 150 °C / 60 Min. 150 °C / 30 Min. 160 °C/ 30 Min. 150 °C / 60 Min. 150 °C / 40 Min. 150 °C / 10 Min. | 140 °C/ 90 Min.
155°C/ 60 Min. | 140 °C /120 Min. | 140 °C / 40 Min. | 150 °C/ 60 Min. 130°C /180 Min. | 130 °C /90 Min. |+ 200 °C /20 Min.
130 °C / 240 Min. | 110 °C / 240 Min.
Farbe schwarz creme creme creme creme grau creme creme
Dichte [g/cm?] N/A N/A N/A 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1
Volumenwiderstand 5 o W @ is 14 14 14
bei 25 °C, [Q - cm] 1x10 1x10 1x10 2x10 >1x10 >2x 10 >2x 10 >2x 10
Zugscherfestigkeit
auf Al /25 °C, [psi] 1800 2150 2150 2120 4200 2850 1850 2100
Wirmeleitfahigkeit
[W/m - K] N/A 0,42 0,5 0,45 0,45 0,9 0,45 0,45
Glasiibergang (TG)[°C]| 150 115 95 140 80 117 205 130
Alpha 1(<TG)-10°/°C | 72 45 42 39 N/A 47 46 48
Alpha 2(>TG)-10¢/°C | 220 N/A N/A 160 N/A 245 220 267
Beschreibung / Oxid-gefiillter, Warmeleitender Waérmeleitender Waérmeleitender Waérmeleitender Waérmeleitender Waérmeleitender Warmeleitender
Typische warmeleitender Film mit guter Film mit guter Film mit guter Film mit guter Film mit guter Film mit guter Film mit guter
Anwendungen Film. Entspricht Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme-
den Mil883 und und Losemittel- und Losemittel- und Losemittel- und Losemittel- und Losemittel- und Losemittel- und Losemittel-
den NASA-Ausgas- | bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit. bestandigkeit.
Anforderungen. Gute Haftung Gute Haftung Hoher TG und Speziell fiir Gold Gute Goldhaftung, | Sehr hoher TG und| Hoher TG und
Hoher TG. Gute auf den meisten auf den meisten gute Haftung auf | und andere inerte | geringer Schrumpf.| geringer Schrumpf.| geringer
Haftung auf Poly- | Substraten. Substraten. Aus- vielen Substraten. | Oberflichen. Schrumpf. Haftet
imid, Cu, FR4, Al hartung ab 110°C. auf den meisten
u.v.m. Substraten.



Elektrisch isolierende Filme

Bezeichnung B9021 1805-85F 1805-99F 12300F
Lagerfahigkeit
+23 °C > 3 Monate 1 Monat 1 Woche 1 Monat
+10 °C 2 Monate
0°C
-10°C 3 Monate 3 Monate 3 Monate
—40 °C 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr
Aushartung 150°C/15Min. | 160°C/30Min. |160°C/20Min. | 180 °C/60 Min.
Alternativ 150 °C/ 60 Min. | 140 °C / 40 Min. 150 °C / 15 Min.
130 °C /240 Min. | 130 °C/ 60 Min. | + 200 °C / 30 Min.
100 °C / 240 Min.
Farbe hellbraun amber amber amber
Dichte [g/cm?] 2,2 N/A N/A 2,1
Volumenwiderstand 4
bei 25 °C, [Q - cm] 2,9 x10" 1Tx10" 1x10' >2x 10"
Zugscherfestigkeit
auf Al /25 °C, [psi] > 6000 2200 2800 2400
Wairmeleitfahigkeit
[W/m - K] 0,43 N/A N/A N/A
Glasiibergang (TG)[°C]| 70 52 80 >190
Alpha 1(<TG)-10¢/°C | N/A N/A 72 85
Alpha 2(>TG)-10¢/°C | N/A N/A N/A 290
Beschreibung / Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Typische isolierender Film. | isolierender Film. | isolierender Film. | isolierender Film.
Anwendungen Versiegeln von Fir strukturelles Fir strukturelles Fiir Hochtempera-
LCDs. Verkleben geeignet.| Verkleben geeignet. turanwendungen.
Hermetische Leicht flexibel. Hértet ab 100 °C. | Hoher TG.
Deckelverklebung. | Shore D 70. Hervorragende Gute Warme-,
Haftet auf Metall, Warme-, Feuchte- | Feuchte- u
Keramik, Plastik, u. Chemikalien- Chemikalien-
Glas u.v.m. bestandigkeit. bestandigkeit.
T2531F T2726F T2727F T2736F T2821 Bezeichnung
Lagerfahigkeit
1 Monat 3 Tage 3 -4 Tage 3 -4 Tage 3 Monate +23 °C
2 Monate 2 Wochen 2 Wochen 2 Wochen +10 °C
6 Monate 0°C
3 Monate 2 Monate 2 Monate 2 Monate 1 Jahr -10°C
1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr >1 Jahr —40 °C
150°C /60 Min. |150°C/15Min. |150°C/15Min. |150°C/15Min. |180°C/5 Min. Aushiértung
140°C /90 Min. |120°C /60 Min. |120°C/30Min. |130°C/20Min. |160°C/10 Min. | Alternativ
100 °C/ 90 Min. | 100 °C /120 Min. | 120 °C / 30 Min. | 150 °C / 20 Min.
100 °C / 240 Min. | 120 °C / 60 Min.
grau creme creme creme creme Farbe
2,2 1,4 1,5 1,8 N/A Dichte [g/cm?]
Volumenwiderstand
>2 x 10" >2 x 10™ >2 x 10" >2 x 10™ >1 x 10" bei 25 °C, [Q - cm]
Zugscherfestigkeit
1900 2120 1800 1800 1100 auf Al /25 °C, [psi]
Wairmeleitfahigkeit
0,9 0,31 0,37 0,45 7 [W/m - K]
130 132 123 124 70 Glasiibergang (TG)[°C]
47 64 65 60 N/A Alpha 1(<TG)-10%/°C
245 305 312 280 N/A Alpha 2(>TG) - 10¢/°C
Warmeleitender | Wéarmeleitender | Warmeleitender | Wéarmeleitender | Warmeleitender, | Beschreibung /
Film mit guter Film mit guter Film mit guter Film mit guter thermoplastischer | Typische
Feuchte-, Wérme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Feuchte-, Warme- | Film, mit guter Anwendungen

und Losemittel-
bestandigkeit.
Hoher TG und

geringer Schrumpf.

Haftet auf den
meisten Sub-
straten.

und Losemittel-
bestandigkeit.
Hoher TG und
geringer Schrumpf.
Haftet auf den
meisten Sub-
straten.

und Losemittel-
bestandigkeit.
Hoher TG und
geringer Schrumpf.
Haftet auf den
meisten Sub-
straten.

und Losemittel-
bestandigkeit.
Hoher TG und
geringer Schrumpf.
Haftet auf den
meisten Sub-
straten.

Feuchte-, Warme-
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bestandigkeit.
Deckelverklebung
und Anwendungen
in der Elektronik.
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Verarbeitung

Einige grundlegende Bedingungen
haben alle Klebstoffverbindungen
gemeinsam:

Der Klebstoff muss die Oberfléiche
optimal benetzen, um hohe Haft-
festigkeiten zu erzielen.

Hierzu miissen die zu verklebenden
Oberflichen sauber und frei von
organischen Verunreinigungen sein.

Bei manchen Substraten haben sich

spezielle Oberflichenvorbehandlungen
bewdihrt. Eine Beschreibung der unter-
schiedlichen Verfahren erhalten Sie mit

dem technischen Datenblatt Nr. 10005.

Der gute Kontakt zwischen beiden
Fligepartnern muss gewdhrleistet sein.
Dies wird bei Filmen und Preforms
durch den Einsatz von Gewichten oder
Klammern realisiert.

Die Aushdrtung des Klebstoffs sowie
die Hdrtungszeit sollten mindestens den
Angaben im Datenblatt entsprechen.

Die zu verwendenden Driicke sind dem
Datenblatt zu entnehmen.

Bei der Verwendung von Filmen und
Preforms wird meist erst eine Substrat-
seite thermoplastisch gefiigt, erst dann
erfolgt der Zusammenbau und die
Aushdrtung des Bauteils im Ofen.

Es gibt drei empfohlene Methoden ftir
das Aufbringen der Filme und Preforms:

Die Transfer-Methode
Die Kalt-L6se-Methode
Das héndische Platzieren

Transfer-Methode

Die Transfer-Methode wird bei Ver-
wendung ungestitzter Filme und
Preforms empfohlen.

Beschreibung:

Filme oder Preforms sind vor der Ver-
arbeitung auf Raumtemperatur zu
erwarmen. Bei hoher Umgebungs-
feuchte wird das Erwarmen im
Exsikkator empfohlen.

Nach dem Auftauen wird die obere
Abdeckfolie (Release Liner) abgezogen.
Wo dies handisch schwierig zu erreichen
ist, kann man die Abdeckfolie an einer
Ecke mit Druckluft beaufschlagen, um
die Folie abzuziehen.

Dann wird die erste zu verklebende
Substratseite auf ca. 70 — 90 °C
erwarmt (Heizplatte, Ofen oder Heil3-
luftpistole eignen sich hierfiir) und
der Film oder das Preform auf dem
erwarmten Substrat ausgerichtet und
aufgedriickt (per Rolle, Laminator etc.).
Eventuell vorhandene Luftblasen
lassen sich per Hand oder Rolle leicht
entfernen. Der Klebstoff-Film/Preform
schmilzt leicht auf und hat nun eine
gute Primarhaftung.

oder darunter gebracht. Je kalter das
Substrat ist, desto leichter lasst sich
nun die Tragerfolie entfernen.

Dies geschieht auch wieder handisch
oder per Druckluft.

Der zweite Fligepartner wird nun
ebenfalls positioniert und dann das
gesamte Fligeteil unter Druck und
Warme ausgehartet.

Kalt-L6se-Methode

Abhéngig vom verwendeten Kleb-
stofftyp muss die Kalt-Lse-Methode
bei Raumtemperatur oder bei Tem-
peraturen von +5 °C bis —40 °C
durchgefiihrt werden. Vorsicht:
Gefahr von Kondenswasser.

Diese Methode kann bei gestitzten
und ungestitzten Preforms angewandt
werden und wird bei der maschinellen
Verarbeitung der Preforms, wie z. B.
Pick and Place-Automaten, empfohlen.

Beschreibung:

Die Preforms werden direkt aus der
Kihllagerung kommend verarbeitet.
Die Abdeckfolie lasst sich, wie schon
beschrieben, leicht entfernen.

Im kalten Zustand wird nun die
Tragerfolie Gber eine Kante gezogen,
damit sich die Preforms von der
Tragerfolie 16sen.

Die abgelosten Preforms werden
dann handisch oder maschinell auf-
genommen und auf den ersten Flige-
partner positioniert, der zweite Flige-
partner aufgesetzt und das gesamte
Flgeteil unter Druck und Warme
verklebt.



Handisches Platzieren

Diese Methode erklart sich von
selbst und wird nur bei Verwendung
gestiitzter Preforms empfohlen.

Beschreibung:

Beide Abdeckfolien werden im kalten
Zustand entfernt und das Preform

auf dem Fugeteil platziert. Danach
wird wie bei der , Kalt-Lose-Methode”
beschrieben weiter verfahren.

Fiigen und Aushiérten

Nach dem Fiigen der beiden Klebe-
partner benotigt man Druck und
Warme, um den Film aufzuschmelzen
und eine gute Benetzung der Ober-
flache zu erreichen. Durch geringe
Temperaturerh6hung reduziert sich
die Viskositat des Klebstoffes erheblich.

Daher ist der benétigte Druck sehr stark
von den Prozessparametern abhangig.

Deshalb lassen sich das FlieRverhalten
und die Benetzung auch durch die
Wahl der Filmdicke beeinflussen.

Je dicker der Klebstofffilm ist, desto
leichter fliet der Klebstoff bei
konstanter Temperatur und Druck.
Driicke von 0,1 bis 100 N/mm?
werden fiir optimale Verklebungen
empfohlen.

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten,
die Figepartner mit Druck zu beauf-
schlagen:

1) Gewichte

Die Verwendung von Gewichten ist
eine der besten Methoden, die Flige-
partner miteinander zu verpressen.

Wo méglich, sollten diese Gewichte
vorgeheizt sein, um zu verhindern,
dass sie an den Grenzschichten zum
Klebstoff als Warmesenken dienen
und somit die Aushartezeit verlangern
und den Klebstoff weniger gleichmaRig
ausharten lassen. Bestens bewahrt
hat sich auch die Verwendung von
Platten, um eine gleichmafige Druck-
verteilung uber die gesamte Klebe-
flache zu erzielen.

2) Autoklavenbeutel

Um jegliche Lufteinschlisse zwischen
den Fligeteilen zu verhindern, wird
das Verpressen der Fligeteile im Auto-
klaven empfohlen. Ferner eignet sich
diese Methode bei allen Anwendungen,
in denen nicht mit dem erforderlichen
Druck auf die zu verklebenden Teile
gearbeitet werden kann.

3) Klammern

Die Verwendung von Klammern

kann ebenfalls empfohlen werden.
Klammern produzieren einen aus-
reichend starken Druck bei gleichzeitig
niedriger thermischer Masse (somit

ist eine Erwarmungszeit der Klammern
nicht zu bericksichtigen).

Klammern verlieren nach einigen
Anwendungen an Spannkraft und
sollten dann ausgewechselt werden.

4) Schraubklemmen

Schraubklemmen und andere ge-
schraubte Spannvorrichtungen werden
nicht empfohlen, da die Flachen-
pressung (Druck) in der Flissigphase
des Klebstoffs erheblich abnimmt.
Abhilfe kénnen
unter Umstanden
federgelagerte
Spannvorrichtun-
gen schaffen,

die auch in der
Flissigphase

des Klebstoffes
den Druck auf
die Klebestelle
aufrecht erhalten.
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5) Vakuumkammer

Das Verpressen der Fugeteile in der
Vakuumkammer wird ebenfalls nicht
empfohlen. Es besteht die Gefahr, dass
flichtige Anteile aus dem Klebstoff
abdampfen. Ferner werden sich even-
tuell vorhandene Luftblaschen nur ver-
groRern, aber in der Klebstoffschicht
verbleiben.

Sinnvoll ist das Anlegen von Vakuum —
wenn Uberhaupt — nur im ersten Prozess-
schritt der Transfermethode, also dem
Aufbringen des Films oder Preforms
auf den ersten Fligepartner, um vor-
handene Luftblasen auszutreiben.

6) Ausharten ohne Anwendung
von Druck

In einigen Fallen ist es aufgrund der
Bauteilgeometrie nicht moglich, den
Klebstoff unter Druck auszuhdrten.

Fir solche Falle wird folgende
Prozedur empfohlen:

Tragerfolie und Abdeckfolie werden-
entfernt und der Film oder das Preform
zwischen beiden Fligepartnern platziert.

Das Bauteil sollte dann mindestens

fur 2 — 3 Minuten bei ca. 80 - 90 °C
auf eine Heizplatte gelegt werden.

Dies soll verhindern, dass der Kleb-stoff
geliert, bevor eine ausreichende Be-
netzung der Klebeflachen erreicht wur-
de. Beide Fligepartner sollten

nun in kreisenden Bewegungen mit
etwas Druck gegeneinander gerieben
werden, was zum Einen der besseren
Benetzung und zum Anderen dem
Ausdriicken eingeschlossener Luft
dient. SchlieRlich wird das Bauteil in
einen Ofen gestellt und der Klebstoff,
gemal den Angaben im Datenblatt,
ausgehartet.

Die Ergebnisse dieser Methode sind
in der Regel schlechter als die Metho-
den mit Druckbeaufschlagung und
sollte nur dann angewendet werden,
wenn die Bauteile wirklich nicht mit
Gewichten oder Klammern verpresst
werden konnen.
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Produkte & Leistungen

Spezialklebstoffe/Electronic Packaging

Epoxid und Polyimid Klebstoffe

Wirmesenken

Stanzteile

Bonddrihte
Keramische Materialien

Silikone

UV-hirtende Klebstoffe

UV-Hartelampen
Klebstoff-Filme und -Preforms

Polytec Stammhaus Waldbronn

elektrisch leitend
thermisch leitend
fir die GieRtechnik

fur optische Anwendungen

fir HF-Anwendungen

fur Leistungsbauelemente

Bond Pads
Lot-Preforms
Lotbriicken

Klebstoffe
Vergussmassen
Modelliermassen
Uberziige
Isolierwerkstoffe
Keramikplatten

Grundierungen
Beschichtungen
Klebstoffe
Spritzgussmassen
Schaume
Flissigkeiten
Gele

elektrisch leitend
thermisch leitend
Epoxide

Acrylate

elektrisch leitend
thermisch leitend
elektrisch isolierend
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